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ABSTRACT 
This study looks at how different electric current strengths and plating times affect 

the thickness and adhesion of Copper (Cu) coatings on titanium. The 

electroplating was done using currents of 0.5 A, 2 A, and 3 A for 60 to 90 minutes. 

The coating thickness was measured with a DFT tester (ASTM E376), and 

adhesion was checked using the crosshatch test (ASTM D3359). The results show 

that higher current and longer time make the coating thicker. The thickest coating, 

32.3 µm, was from the 3 A for 90 minutes sample (3C), which still fits the ASTM 

B734 light-duty coating standard. Etching before electroplating helped make the 

coating stick better. Samples with 3 A for 75–90 minutes had very good adhesion 

(5B), while samples with lower current had worse adhesion (1B–2B). Overall, 

using 3 A, a longer plating time, and doing etching first gives better thickness and 

stronger adhesion of Cu on titanium. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas bagaimana perbedaan kuat arus listrik dan lama 

waktu pelapisan memengaruhi ketebalan dan daya rekat lapisan tembaga (Cu) 

pada titanium. Proses elektroplating dilakukan dengan arus 0,5 A, 2 A, dan 3 A 

selama 60 sampai 90 menit. Ketebalan lapisan diukur memakai alat DFT sesuai 

ASTM E376, dan daya rekat dicek dengan uji gores silang (crosshatch) menurut 

ASTM D3359. Hasilnya menunjukkan bahwa makin besar arus dan makin lama 

waktu pelapisan, makin tebal lapisannya. Ketebalan terbesar, 32,3 µm, ada pada 

sampel 3 A selama 90 menit (3C), dan masih masuk standar ASTM B734 untuk 

pelapisan ringan. Etching sebelum elektroplating juga membantu membuat lapisan 

lebih menempel. Sampel dengan arus 3 A selama 75–90 menit punya daya rekat 

sangat bagus (5B), sedangkan sampel dengan arus lebih rendah punya daya rekat 

lebih buruk (1B–2B). Secara keseluruhan, memakai arus 3 A, waktu pelapisan 

lebih lama, dan etching yang benar menghasilkan lapisan tembaga pada titanium 

yang lebih tebal dan lebih kuat daya rekatnya. 

Kata Kunci: Electroplating, Tembaga, Titanium, Ketebalan Lapisan, Kuat Arus, 

Adhesi. 
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